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(57)【要約】
【課題】　解像性、微細開口性（丸穴解像性）、金めっき耐性、はんだ耐性及びＨＡＳＴ
耐性に優れた感光性樹脂組成物と、それを用いたレジストパターンの形成方法及びそれに
より得られた永久マスクレジストを提供する。
【解決手段】　基板上に、（ａ）エチレン性不飽和基とカルボキシル基を有する樹脂と、
（ｂ）エチレン性不飽和基を有する光重合性モノマーと、（ｃ）光重合開始剤と、（ｄ）
塩素含有量が２００ｐｐｍ以下であり、加水分解性塩素の含有量が５００ｐｐｍ以下であ
るエポキシ樹脂と、を含有する感光性樹脂組成物からなる感光層を設け、当該感光層の所
定部分を活性光線の照射により硬化させた後に前記所定部分以外の前記感光層を除去し、
２価の金属イオンを含有する水溶液で処理する、レジストパターンの形成方法。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、（ａ）エチレン性不飽和基とカルボキシル基を有する樹脂と、（ｂ）エチレ
ン性不飽和基を有する光重合性モノマーと、（ｃ）光重合開始剤と、（ｄ）塩素含有量が
５００ｐｐｍ以下であるエポキシ樹脂と、を含有する感光性樹脂組成物からなる感光層を
設け、前記感光層の所定部分を活性光線により硬化後、前記所定部分以外の前記感光層領
域を除去し、２価の金属イオンを含有する水溶液で処理することを特徴とする、レジスト
パターンの形成方法。
【請求項２】
　前記２価の金属イオンは、Ｃａ２＋、Ｍｇ２＋、Ｓｒ２＋、Ｂａ２＋から選ばれた少な
くとも一種の金属イオンであることを特徴とする請求項１に記載のレジストパターンの形
成方法。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のレジストパターンの形成方法により製造される、永久マスクレ
ジスト。
【請求項４】
　基板上に、感光性樹脂組成物からなる感光層を設け、前記感光層の所定部分を活性光線
により硬化後、前記所定部分以外の前記感光層領域を除去し、２価の金属イオンを含有す
る水溶液を用いて処理する、レジストパターンの形成方法に用いられる感光性樹脂組成物
であって、
　前記感光性樹脂組成物が、
（ａ）エチレン性不飽和基とカルボキシル基を有する樹脂と、（ｂ）エチレン性不飽和基
を有する光重合性モノマーと、（ｃ）光重合開始剤と、（ｄ）塩素含有量が５００ｐｐｍ
以下であるエポキシ樹脂と、を含有する、感光性樹脂組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レジストパターンの形成方法、永久マスクレジスト及び感光性樹脂組成物に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル機器の小型軽量化に伴い、プリント配線板、半導体パッケージ基板、フ
レキシブル配線板に形成する回路の微細化、高密度化が進んでいる。これらの微細、高密
度な開口パターンを保護する目的で、感光性を有したソルダーレジストが用いられている
。ソルダーレジストには、表面平坦性、現像性、高解像性、絶縁信頼性及びはんだ耐熱性
、金めっき耐性等が要求される。
【０００３】
　ソルダーレジスト用の感光性樹脂組成物は、特にプリント配線板の分野では、通常液状
の感光性樹脂組成物が用いられている。そして、熱硬化性のエポキシ樹脂と、アルカリ現
像性を付与するためのカルボキシル基を含有する感光性プレポリマーとを別々に分けた２
液型の感光性樹脂組成物からソルダーレジストを形成するのが一般的である。感光性プレ
ポリマーとしては、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂にアクリル酸を付加した後、酸
無水物等で酸変性したアルカリ現像可能な感光性プレポリマーが広く用いられている。
【０００４】
　上記２液型の感光性樹脂組成物は、エポキシ樹脂と感光性プレポリマーのカルボキシル
基の反応が室温でも進行するため、２液を混合した後の保存安定性（ポットライフ）が数
時間から一日と短く、使用直前に混合しなければならない等、使用条件に制限が生じる。
こうした問題を避けるために、従来、熱硬化剤としてエポキシ樹脂の代わりにブロック型
イソシアネート化合物を用いて保存安定性を向上させた１液型の感光性樹脂組成物が用い
られている（例えば特許文献１参照）。
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【０００５】
　一方、近年、膜厚の均一性、表面平滑性、薄膜形成性、取り扱い性を良好にする観点か
ら、ドライフィルムタイプのソルダーレジスト用の感光性樹脂組成物が強く望まれている
。このような感光性樹脂組成物によれば、上記の特性の他、ソルダーレジスト形成のため
の工程の簡略化やソルダーレジスト形成時の溶剤排出量の低減といった効果が得られる。
　
【０００６】
　これまでにも種々のドライフィルムタイプのソルダーレジスト用の感光性樹脂組成物が
開発されている。例えば、特許文献２では、カルボキシル基を有するポリマー、光重合性
化合物、光重合開始剤及びビスマレイミド化合物を含有する感光性フィルムが開示されて
いる。また、特許文献３では、無水マレイン酸共重合体の無水物基に対して０．１～１．
２当量の１級アミン化合物を反応させて得られた共重合体、重合性化合物及び光重合開始
剤を含有する感光性フィルムが開示されている。さらに、特許文献４では、感光性プレポ
リマーとエポキシ樹脂双方の塩素及び加水分解性塩素の含有量を規定した感光性フィルム
が開示されている。
【０００７】
　一方で、接続端子の狭ピッチ化によるソルダーボールの小径化に伴い、ソルダーレジス
トには微細開口性（良好な解像性）が更に求められるようになっている。また、配線の狭
ピッチ化に伴い、埋め込み性、ＨＡＳＴ耐性の向上も強く求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－３０５７２６号公報
【特許文献２】特開２００４－２８７２６７号公報
【特許文献３】特開２００５－３１６４３１号公報
【特許文献４】特開２００９－２６５３８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献に記載される感光性フィルムを用いた場合、微細開口性、
解像度、金めっき耐性及びＨＡＳＴ耐性（高度加速ストレス試験、Ｈｉｇｈｌｙ　Ａｃｃ
ｅｌｅｒａｔｅｄ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｈｕｍｉｄｉｔｙ　Ｓｔｒｅｓｓ
　Ｔｅｓｔ）の全てに優れる点では改善の余地があった。特に、微細配線間での絶縁信頼
性の項目の重要性が増しており、従来まで行われてきた８５℃、６０％ＲＨ、又は８５℃
、８５％ＲＨで電圧を印加する試験に比べ１３０℃、８５％ＲＨと試験温度が高く条件が
厳しいＨＡＳＴ試験での耐性が求められている。
【００１０】
　本発明は、解像性、微細開口性（丸穴解像性）、金めっき耐性、はんだ耐性及びＨＡＳ
Ｔ耐性に優れた感光性樹脂組成物と、それを用いたレジストパターンの形成方法及びそれ
により得られた永久マスクレジストを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、熱硬化剤としてエポキシ樹脂を用いた１液型の感光性樹脂組成物につい
て、上記の課題を解決するため鋭意検討した結果、エポキシ樹脂の塩素含有量を特定の値
以下とした高純度品を用い、さらに、レジストパターンの形成時に用いる洗浄水に２価の
金属イオンを含有させた水溶液を用いて処理することで上記目的を達成することを見出し
、本発明を完成した。
【００１２】
　本発明は、［１］基板上に、（ａ）エチレン性不飽和基とカルボキシル基を有する樹脂
と、（ｂ）エチレン性不飽和基を有する光重合性モノマーと、（ｃ）光重合開始剤と、（
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ｄ）塩素含有量が５００ｐｐｍ以下であるエポキシ樹脂と、を含有する感光性樹脂組成物
からなる感光層を設け、上記感光層の所定部分を活性光線により硬化後、上記所定部分以
外の前記感光層領域を除去し、２価の金属イオンを含有する水溶液を用いて処理する、レ
ジストパターンの形成方法に関する。
【００１３】
　また、本発明は、［２］上記２価の金属イオンは、Ｃａ２＋、Ｍｇ２＋、Ｓｒ２＋、Ｂ
ａ２＋から選ばれた少なくとも一種の金属イオンであることを特徴とする上記［１］に記
載のレジストパターンの形成方法に関する。
【００１４】
　また、本発明は、［３］上記［１］又は［２］に記載のレジストパターンの形成方法に
より製造される、永久マスクレジストに関する。
【００１５】
　また、本発明は、［４］基板上に、感光性樹脂組成物からなる感光層を設け、前記感光
層の所定部分を活性光線により硬化後、前記所定部分以外の前記感光層領域を除去し、２
価の金属イオンを含有する水溶液を用いて処理する、レジストパターンの形成方法に用い
られる感光性樹脂組成物であって、
　前記感光性樹脂組成物が、（ａ）エチレン性不飽和基とカルボキシル基を有する樹脂と
、（ｂ）エチレン性不飽和基を有する光重合性モノマーと、（ｃ）光重合開始剤と、（ｄ
）塩素含有量が５００ｐｐｍ以下であるエポキシ樹脂と、を含有する、感光性樹脂組成物
に関する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の高純度なエポキシ樹脂を含有した感光性樹脂組成物を用い、所定の開口パター
ンで露光し、希アルカリ水溶液により現像し、２価の金属イオンを含む水溶液を用いて処
理した後、硬化させることにより、解像性、微細開口性（丸穴解像性）、金めっき耐性、
はんだ耐性及びＨＡＳＴ耐性に優れたレジストパターンを形成させることができる。これ
により得られた永久マスクレジストは、同等な性能を有し、プリント配線板、半導体パッ
ケージ基板、フレキシブル配線板に最適なソルダーレジストを形成することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、本発明における（メタ
）アクリレートとは、アクリレート及びそれに対応するメタクリレートを意味し、（メタ
）アクリル酸とは、アクリル酸及びメタクリル酸を意味する。
【００１８】
　本発明は、（ａ）エチレン性不飽和基とカルボキシル基を有する樹脂と、（ｂ）エチレ
ン性不飽和基を有する光重合性モノマーと、（ｃ）光重合開始剤と、（ｄ）塩素含有量が
５００ｐｐｍ以下である高純度なエポキシ樹脂を含有する感光性樹脂組成物を用いて、ソ
ルダーレジスト層を所定の開口パターンで露光し、希アルカリ水溶液により現像後、２価
の金属イオンを含む水溶液を用いて処理した後、硬化させるレジストパターンの形成方法
に関する。
【００１９】
　ＨＡＳＴ耐性が劣化する主な要因として、アルカリ現像型ソルダーレジスト層内に含ま
れる不純物イオン由来するところが大きい。特に１価の陰イオンはイオン化エネルギーが
大きく、絶縁試験中にかかる電圧によりイオン化した銅を運ぶキャリアとなりやすい。
【００２０】
　また、希アルカリ現像液として炭酸ナトリウムや炭酸カリウムが一般的に使用されてい
るが、現像工程の際、これらの現像液に含まれる１価のナトリウムイオンやカリウムイオ
ンがソルダーレジスト層に取り込まれてしまうこともＨＡＳＴ耐性の劣化の要因と考えら
れる。
【００２１】
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　そこで、本発明者らは鋭意検討の結果、上記（ｄ）成分において、塩素含有量が５００
ｐｐｍ以下である高純度なエポキシ樹脂を選択し、且つソルダーレジスト層を所定の開口
パターンで露光し、希アルカリ水溶液により現像後、２価の金属イオンを含む水溶液を用
いて処理することで、ＨＡＳＴ耐性を向上できることを見出した。
【００２２】
＜（ａ）成分；エチレン性不飽和基とカルボキシル基を有する樹脂＞
　本発明の（ａ）成分であるエチレン性不飽和基とカルボキシル基を有する樹脂としては
、例えば、エポキシ化合物（ａ１）と不飽和モノカルボン酸（ａ２）のエステル化物に飽
和又は不飽和多塩基酸無水物（ａ３）を付加した付加反応物を用いることができる。これ
らは、次の二段階の反応によって得ることができる。
【００２３】
　最初の反応（以下、便宜的に「第一の反応」という。）では、エポキシ化合物（ａ１）
と不飽和モノカルボン酸（ａ２）とが反応する。次の反応（以下、便宜的に「第二の反応
」という。）では、第一の反応で生成したエステル化物と、飽和又は不飽和多塩基酸無水
物（ａ３）とが反応する。
【００２４】
　上記エポキシ化合物（ａ１）としては、特に制限はないが、例えば、ビスフェノール型
エポキシ化合物、ノボラック型エポキシ化合物、ビフェニル型エポキシ化合物、及び多官
能エポキシ化合物が挙げられる。
【００２５】
　ビスフェノール型エポキシ化合物としては、ビスフェノールＡ型、ビスフェノールＦ型
とエピクロルヒドリンを反応させて得られるものが適している。具体的には、チバガイギ
ー社製ＧＹ－２６０、ＧＹ－２５５、ＸＢ－２６１５、ジャパンエポキシレジン社製エピ
コート８２８、１００７、８０７等のビスフェノールＡ型、ビスフェノールＦ型、水添ビ
スフェノールＡ型、アミノ基含有、脂環式あるいはポリブタジエン変性等のエポキシ化合
物が好適に用いられる。
【００２６】
　ノボラック型エポキシ化合物としては、フェノール、クレゾール、ハロゲン化フェノー
ル及びアルキルフェノール類とホルムアルデヒドとを酸性触媒下で反応して得られるノボ
ラック類とエピクロルヒドリンを反応させて得られるものが適している。
【００２７】
　上記ノボラック型エポキシ化合物としては、例えば、東都化成株式会社製ＹＤＣＮ－７
０１、７０４、ＹＤＰＮ－６３８、６０２、ダウ・ケミカル社製ＤＥＮ－４３１、４３９
、チバガイギー社製ＥＰＮ－１２９９、ＤＩＣ株式会社製Ｎ－７３０、７７０、８６５、
６６５、６７３、ＶＨ－４１５０、４２４０、日本化薬株式会社製ＥＯＣＮ－１２０、Ｂ
ＲＥＮが挙げられる。
【００２８】
　また、その他の構造のエポキシ化合物としては、例えば、サリチルアルデヒド－フェノ
ール又はクレゾール型エポキシ化合物（日本化薬株式会社製、ＥＰＰＮ５０２Ｈ、ＦＡＥ
２５００等），ＤＩＣ株式会社製エピクロン８４０、８６０、３０５０，ダウ・ケミカル
社製ＤＥＲ－３３０、３３７、３６１，ダイセル化学工業株式会社製セロキサイド２０２
１，三菱ガス化学株式会社製ＴＥＴＲＡＤ－Ｘ、Ｃ，日本曹達株式会社製ＥＰＢ－１３、
２７も使用することができる。これらは単独で又は２種類以上を組み合わせて使用され、
混合物あるいはブロック共重合物を用いてもよい。
【００２９】
　上記不飽和モノカルボン酸（ａ２）としては、（メタ）アクリル酸、クロトン酸、桂皮
酸や、飽和若しくは不飽和多塩基酸無水物と１分子中に１個の水酸基を有する（メタ）ア
クリレート類又は飽和若しくは不飽和二塩基酸と不飽和モノグリシジル化合物との半エス
テル化合物類との反応物が挙げられる。この反応物としては、例えば、フタル酸、テトラ
ヒドロフタル酸、へキサヒドロフタル酸、マレイン酸、コハク酸などと、ヒドロキシエチ
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ル（メタ）アクリレート、ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、トリス（ヒドロキ
シエチル）イソシアヌレートジ（メタ）アクリレート、グリシジル（メタ）アクリレート
などとを常法により等モル比で反応させて得られる反応物などが挙げられる。これらの不
飽和モノカルボン酸は、単独又は混合して用いることができる。これらの中でも、アクリ
ル酸が好ましい。
【００３０】
　飽和若しくは不飽和多塩基酸無水物（ａ３）としては、例えば、無水コハク酸、無水マ
レイン酸、テトラヒドロ無水フタル酸、無水フタル酸、メチルテトラヒドロ無水フタル酸
、エチルテトラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ無
水フタル酸、エチルヘキサヒドロ無水フタル酸、無水イタコン酸及び無水トリメリット酸
等が挙げられる。
【００３１】
　第一の反応では、エポキシ化合物（ａ１）のエポキシ基と不飽和モノカルボン酸（ａ２
）のカルボキシル基との付加反応により水酸基が生成する。第一の反応における、エポキ
シ化合物（ａ１）と不飽和モノカルボン酸（ａ２）との比率は、エポキシ化合物（ａ１）
のエポキシ基１当量に対して、不飽和モノカルボン酸（ａ２）が０．７～１．０５当量と
なる比率であることが好ましく、０．８～１．０当量となる比率であることがより好まし
い。
【００３２】
　エポキシ化合物（ａ１）と不飽和モノカルボン酸（ａ２）とは有機溶剤に溶解させて反
応させることができる。有機溶剤としては、例えば、エチルメチルケトン、シクロヘキサ
ノン等のケトン類、トルエン、キシレン、テトラメチルベンゼン等の芳香族炭化水素類、
メチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、メチルカルビトール、ブチルカルビトール、プロ
ピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジ
プロピレングリコールジエチルエーテル、トリエチレングリコールモノエチルエーテル等
のグリコールエーテル類、酢酸エチル、酢酸ブチル、ブチルセロソルブアセテート、カル
ビトールアセテート等のエステル類、オクタン、デカンなどの脂肪族炭化水素類、石油エ
ーテル、石油ナフサ、水添石油ナフサ、ソルベントナフサ等の石油系溶剤等を用いること
ができる。
【００３３】
　第一の反応では、反応を促進させるために触媒を用いることが好ましい。触媒としては
、例えば、トリエチルアミン、ベンジルメチルアミン、メチルトリエチルアンモニウムク
ロライド、ベンジルトリメチルアンモニウムクロライド、ベンジルトリメチルアンモニウ
ムブロマイド、ベンジルトリメチルアンモニウムアイオダイド、及びトリフェニルホスフ
ィン等を用いることができる。触媒の使用量は、エポキシ化合物（ａ１）と不飽和モノカ
ルボン酸（ａ２）の合計１００質量部に対して、０．１～１０質量部とすることが好まし
い。
【００３４】
　第一の反応において、エポキシ化合物（ａ１）同士又は不飽和モノカルボン酸（ａ２）
同士、あるいはエポキシ化合物（ａ１）と不飽和モノカルボン酸（ａ２）との重合を防止
するため、重合防止剤を使用することが好ましい。重合防止剤としては、例えば、ハイド
ロキノン、メチルハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチルエーテル、カテコール、及
びピロガロール等を用いることができる。重合防止剤の使用量は、エポキシ化合物（ａ１
）と不飽和モノカルボン酸（ａ２）の合計１００質量部に対して、０．０１～１質量部と
することが好ましい。第一の反応の反応温度は、６０～１５０℃が好ましく、８０～１２
０℃がより好ましい。
【００３５】
　第一の反応では、必要に応じて不飽和モノカルボン酸（ａ２）と、無水トリメリット酸
、無水ピロメリット酸、ベンゾフェノンテトラカルボン酸無水物、ビフェニルテトラカル
ボン酸無水物等の多塩基酸無水物とを併用することができる。
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【００３６】
　第二の反応では、第一の反応で生成した水酸基及びエポキシ化合物（ａ１）中に元来あ
る水酸基が、飽和若しくは不飽和多塩基酸無水物（ａ３）の酸無水物基と半エステル反応
すると推察される。ここでは、第一の反応によって得られる樹脂中の水酸基１当量に対し
て、０．１～１．０当量の多塩基酸無水物（ａ３）を反応させることができる。多塩基酸
無水物（ａ３）の量をこの範囲内で調製することによって、（ａ）成分の酸価を調整する
ことができる。
【００３７】
　上述したエチレン性不飽和基とカルボキシル基を有する樹脂としては、ＣＣＲ－１２１
８Ｈ、ＣＣＲ－１１５９Ｈ、ＣＣＲ－１２２２Ｈ、ＰＣＲ－１０５０、ＴＣＲ－１３３５
Ｈ、ＺＡＲ－１０３５、ＺＡＲ－２００１Ｈ、ＺＦＲ－１１８５及びＺＣＲ－１５６９Ｈ
（以上、日本化薬株式会社製、商品名）等が商業的に入手可能である。
【００３８】
　また、本発明の（ａ）成分であるカルボキシル基及びエチレン性不飽和基を有する樹脂
は、エチレン性不飽和基及び２つ以上の水酸基を有するエポキシアクリレート化合物（以
下、「原料エポキシアクリレート」という）と、ジイソシアネート化合物（以下、「原料
ジイソシアネート」という）と、カルボキシル基を有するジオール化合物（以下、「原料
ジオール」という）と、を反応させて得られるポリウレタン化合物を使用することが好ま
しい。
【００３９】
　上記原料エポキシアクリレートとしては、例えば、ビスフェノールＡ型エポキシ化合物
、ビスフェノールＦ型エポキシ化合物、ノボラック型エポキシ化合物、フルオレン骨格を
有するエポキシ化合物等のエポキシ化合物に（メタ）アクリル酸を反応させて得られる化
合物が挙げられる。
【００４０】
　上記原料ジイソシアネートとしては、イソシアネート基を２つ有する化合物であれば特
に制限なく適用できる。このような化合物としては、例えば、フェニレンジイソシアネー
ト、トリレンジイソシアネート、キシリレンジイソシアネート、テトラメチルキシリレン
ジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、ナフタレンジイソシアネート、
トリデンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネート、ジシクロヘキシルメタン
ジイソシアネート、イソホロンジイソシアネート、アリレンスルホンエーテルジイソシア
ネート、アリルシアンジイソシアネート、Ｎ－アシルジイソシアネート、トリメチルヘキ
サメチレンジイソシアネート、１，３－ビス（イソシアネートメチル）シクロヘキサン、
ノルボルナン－ジイソシアネートメチルが挙げられる。これらは一種を単独で又は二種以
上を組み合わせて使用することができる。
【００４１】
　上記原料ジオールは、分子内に水酸基を２つ有するとともに、カルボキシル基を有する
化合物である。上記水酸基としては、例えば、アルコール性水酸基、フェノール性水酸基
が挙げられる。感光性樹脂組成物のアルカリ水溶液による現像性を良好にする観点からは
、上記水酸基はアルコール性水酸基であることが好ましい。このような原料ジオールとし
ては、例えば、ジメチロールプロピオン酸、ジメチロールブタン酸が挙げられる。
【００４２】
　上記ポリウレタン化合物としては、例えば、下記一般式（３）で表される構造単位を有
する化合物が挙げられる。
【００４３】
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【化１】

【００４４】
　ここで、一般式（３）中、Ｒ１０は水素原子又はメチル基を示し、Ｒ１７は原料エポキ
シアクリレートの残基を示し、Ｒ１８は原料ジイソシアネートの残基を示し、Ｒ１９は炭
素数１～５のアルキル基を示す。なお、残基とは、原料成分から結合に供された官能基を
除いた部分の構造をいう。具体的には、Ｒ１７としては、例えば、ビス（４－オキシフェ
ニル）－メタン、２，２－ビス（４－オキシフェニル）－プロパン、２，２－ビス（４－
オキシフェニル）－１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン等のビスフェノー
ルＡ型及びビスフェノールＦ型骨格、ノボラック骨格、フルオレン骨格等が挙げられ、Ｒ
１８としては、例えば、フェニレン、トリレン、キシリレン、テトラメチルキシリレン、
ジフェニルメチレン、ヘキサメチレン、トリメチルヘキサメチレン、ジシクロヘキシルメ
チレン、イソホロン等が挙げられる。また、Ｒ１９の炭素数１～５のアルキル基としては
、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、イソブチル基、ペンチル基、アミル基等
が挙げられる。
【００４５】
　なお、一般式（３）中に複数ある基は、それぞれ同一でも異なっていてもよい。また、
上記ポリウレタン化合物の末端が水酸基である場合、当該水酸基は、飽和若しくは不飽和
多塩基酸無水物で処理されていてもよい。
【００４６】
　また、一般式（３）においては、原料エポキシアクリレートに由来する構造単位と、原
料ジオールに由来する構造単位とが、原料ジイソシアネートに由来する構造単位を介して
交互に重合された構造となっているが、原料エポキシアクリレートに由来する構造単位と
、原料ジオールに由来する構造単位とが、原料ジイソシアネートに由来する構造単位を介
してブロック的に重合された構造であってもよい。
【００４７】
　（ａ）成分としては、一般式（３）で表される化合物の中でも、ポリウレタンの主骨格
の一つとなる原料エポキシアクリレートのハードセグメント部、すなわちＲ１７が、ビス
フェノールＡ型構造のものが好ましい。このような化合物は、ＵＸＥ－３０１１、ＵＸＥ
－３０１２、ＵＸＥ－３０２４（日本化薬株式会社製）等として商業的に入手可能である
。これらは単独で、又は二種類以上を組み合わせて使用することができる。
【００４８】
　（ａ）成分は、その酸価が、２０～１８０ｍｇＫＯＨ／ｇであることが好ましく、３０
～１５０ｍｇＫＯＨ／ｇであることがより好ましく、４０～１２０ｍｇＫＯＨ／ｇである
ことが更に好ましい。当該酸価をこのような範囲とすることにより、アルカリ水溶液によ
る感光性樹脂組成物の現像性を向上させ、解像度を向上させることができる。
【００４９】
　ここで、酸価は以下の方法により測定することができる。まず、測定樹脂溶液約１ｇを
精秤した後、その樹脂溶液にアセトンを３０ｇ添加し、樹脂溶液を均一に溶解する。次い
で、指示薬であるフェノールフタレインをその溶液に適量添加して、０．１ＮのＫＯＨ水
溶液を用いて滴定を行う。そして、下記式（α）により酸価を算出する。
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【００５０】
　Ａ＝１０×Ｖｆ×５６．１／（Ｗｐ×Ｉ）　　…（α）
【００５１】
　式（α）中、Ａは酸価（ｍｇＫＯＨ／ｇ）を示し、ＶｆはＫＯＨの滴定量（ｍＬ）を示
し、Ｗｐは測定樹脂溶液質量（ｇ）を示し、Ｉは測定樹脂溶液の不揮発分の割合（質量％
）を示す。
【００５２】
　また、（ａ）成分の重量平均分子量は、塗膜性の観点から、３０００～３００００であ
ることが好ましく、５０００～２００００であることがより好ましく、７０００～１５０
００であることが更に好ましい。これらは単独で又は分子量の異なる樹脂を二種以上組み
合わせて使用してもよい。
【００５３】
　なお、本明細書において、重量平均分子量（Ｍｗ）は、ゲルパーミエーションクロマト
グラフィー（ＧＰＣ）による標準ポリスチレン換算値から求めた値をいう。なお、ＧＰＣ
における測定の条件は以下のとおりである。
機種：日立Ｌ６０００
検出：Ｌ３３００ＲＩ
カラム：Ｇｅｌｐａｃｋ　ＧＬ－Ｒ４４０　＋　ＧＬ－Ｒ４５０　＋　ＧＬ－Ｒ４００Ｍ
カラム仕様：直径１０．７ｍｍ×３００ｍｍ
溶媒：ＴＨＦ
試料濃度：ＮＶ（不揮発分）４０質量％の樹脂溶液を１２０ｍｇ採取、５ｍＬのＴＨＦに
溶解
注入量：２００μＬ
圧力：４９Ｋｇ・ｆ／ｃｍ２

流量：２．０５ｍＬ／ｍｉｎ
【００５４】
＜（ｂ）成分；エチレン性不飽和基を有する光重合性モノマー＞
　本発明において（ｂ）成分は特に制限無く用いることができるが、ＨＡＳＴ耐性の更な
る向上の為、エチレン性不飽和基とトリシクロデカン構造とを有する光重合性モノマー又
はビスフェノールＡ系（メタ）アクリレート化合物を含有することが好ましい。
【００５５】
　ビスフェノールＡ系（メタ）アクリレート化合物としては、例えば、２，２－ビス（４
－（（メタ）アクリロキシポリエトキシ）フェニル）プロパン、２，２－ビス（４－（（
メタ）アクリロキシポリプロポキシ）フェニル）プロパン、２，２－ビス（４－（（メタ
）アクリロキシポリブトキシ）フェニル）プロパン、２，２－ビス（４－（（メタ）アク
リロキシポリエトキシポリプロポキシ）フェニル）プロパン等が挙げられる。
【００５６】
　２，２－ビス（４－（（メタ）アクリロキシポリエトキシ）フェニル）プロパンとして
は、例えば、２，２－ビス（４－（（メタ）アクリロキシジエトキシ）フェニル）プロパ
ン、２，２－ビス（４－（（メタ）アクリロキシペンタエトキシ）フェニル）プロパン、
２，２－ビス（４－（（メタ）アクリロキシペンタデカエトキシ）フェニル）等が挙げら
れ、２，２－ビス（４－（メタクリロキシペンタエトキシ）フェニル）プロパンは、ＢＰ
Ｅ－５００（製品名、新中村化学工業株式会社製）、ＦＡ－３２１Ｍ（製品名、日立化成
工業株式会社）として商業的に入手可能であり、２，２－ビス（４－（メタクリロキシペ
ンタデカエトキシ）フェニル）は、ＢＰＥ－１３００（商品名、新中村化学工業株式会社
製）として商業的に入手可能である。これらは単独で又は２種類以上を組み合わせて用い
ることができる。
【００５７】
　本発明では、（ｂ）成分として、エチレン性不飽和基とトリシクロデカン構造とを有す
る光重合性モノマーを含むことが好ましい。
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【００５８】
　上記エチレン性不飽和基とトリシクロデカン構造とを有する光重合性モノマーは、トリ
シクロデカン構造を有する光重合性モノマーであれば特に制限はないが、例えば、ジメチ
ロールトリシクロデカンジアクリレート、ジメチロール、トリシクロデカンジメタクリレ
ート、トリシクロデカンジオールジアクリレート及びトリシクロデカンジオールジメタク
リレートからなる群から選択される１種以上であると好ましい。これらに該当する化合物
は、ＮＫエステルＤＣＰ、ＮＫエステルＡ－ＤＣＰ（いずれも新中村化学工業株式会社製
）として入手可能である。
【００５９】
　また、上記エチレン性不飽和基とトリシクロデカン構造とを有する光重合性モノマーは
、下記一般式（１）又は下記一般式（２）で示される部分構造を有することも好ましい。
【００６０】
【化２】

［一般式（１）及び一般式（２）中、Ｒ１、Ｒ２は、直接結合、アルキレン、又はアリー
レン基を示す。］
【００６１】
　上記アルキレン基としては、炭素数２～２０のアルキレン基であることが好ましく、炭
素数２～１０のアルキレン基であることがより好ましく、炭素数２～６のアルキレン基で
あることがさらに好ましい。
【００６２】
　炭素数２～６のアルキレン基としては、エチレン基、プロピレン基、イソプロピレン基
、ブチレン基、ペンチレン基、へキシレン基等が挙げられるが、解像度、耐めっき性の点
からエチレン基又はイソプロピレン基であることが好ましく、エチレン基であることが特
に好ましい。
【００６３】
　上記アリーレン基としては、炭素数は６～１４のアリーレン基であることが好ましく、
炭素数６～１０のアリーレン基であることがより好ましい。このようなアリーレン基とし
ては、フェニレン、ナフチレン等が挙げられる。
【００６４】
　上記（ｂ）成分として、上記の一般式（１）又は一般式（２）で示される部分構造を有
する化合物を使用する場合、（ｂ１）トリシクロデカン構造を含むジオール化合物と、（
ｂ２）ジイソシアネート化合物と、（ｂ３）分子中に少なくとも１個以上のエチレン性不
飽和基と１個のヒドロキシル基を有する化合物とを反応させて得られるウレタン化合物で
あることが好ましい。
【００６５】
　上記（ｂ２）ジイソシアネートとしては、特に制限はないが、環構造を有する化合物が
好ましい。中でも、イソホロンジイソシアネートのような剛直な構造を有しているものが
、耐クラック（耐熱性）の観点からより好ましい。
【００６６】
　また、上記（ｂ３）分子中に少なくとも１個以上のエチレン性不飽和基と１個のヒドロ
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キシル基を有する化合物は、架橋密度の観点から、エチレン性不飽和基を２個有している
ものが好ましく、３個有しているものが、特に好ましい。
【００６７】
　これらの中でも、上記ジイソシアネートが、イソホロンジイソシアネートであり、加え
て、上記分子中に少なくとも１個以上のエチレン性不飽和基と１個のヒドロキシル基を有
する化合物が、上記一般式（２）で示す化合物であると、さらに好ましい。そのような化
合物としては、商業的には、ＵＸ－５００２Ｄ－Ｍ２０（日本化薬株式会社製）等がある
。これらは、単独で又は二種類以上を組み合わせて使用することができる。
【００６８】
　上記（ｂ）成分は、分子内にウレタン結合を有していない化合物と、分子内にウレタン
結合を有している化合物を組み合わせて用いることが、ソルダーレジストに要求される諸
特性を向上させる点では、好ましい。
【００６９】
　その他の（ｂ）成分としては、多価アルコールにα，β－不飽和カルボン酸を反応させ
て得られる化合物；グリシジル基含有化合物にα，β－不飽和カルボン酸を反応させて得
られる化合物；分子内にウレタン結合を有する（メタ）アクリレート化合物等のウレタン
モノマー又はウレタンオリゴマーが挙げられ、これら以外にも、ノニルフェノキシポリオ
キシエチレンアクリレート；γ－クロロ－β－ヒドロキシプロピル－β´－（メタ）アク
リロイルオキシエチル－ｏ－フタレート、β－ヒドロキシアルキル－β´－（メタ）アク
リロイルオキシアルキル－ｏ－フタレート等のフタル酸系化合物；（メタ）アクリル酸ア
ルキルエステル、エチレンオキサイド変性ノニルフェニル（メタ）アクリレート等が例示
可能である。これらは単独で又は２種類以上を組み合わせて使用される。
【００７０】
＜（ｃ）成分：光重合開始剤＞
　本発明で用いる（ｃ）光重合開始剤としては、使用する露光機の光波長にあわせたもの
であれば特に制限はなく、公知のものを利用することができる。具体的には例えば、ベン
ゾフェノン、Ｎ，Ｎ´－テトラアルキル－４，４´－ジアミノベンゾフェノン、２－ベン
ジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルホリノフェニル）－ブタノン－１、２－メチ
ル－１－（４－メチルチオフェニル］－２－モルフォリノプロパン－１－オン、４，４´
－ビス（ジメチルアミノ）ベンゾフェノン（ミヒラーケトン）、４，４´－ビス（ジエチ
ルアミノ）ベンゾフェノン、４－メトキシ－４´－ジメチルアミノベンゾフェノン等の芳
香族ケトン；ベンジルジメチルケタール等のベンジル誘導体；２－（ｏ－クロロフェニル
）－４，５－ジフェニルイミダゾール二量体、２－（ｏ－クロロフェニル）－４，５－ジ
（ｍ－メトキシフェニル）イミダゾール二量体、２－（ｏ－フルオロフェニル）－４，５
－ジフェニルイミダゾール二量体、２－（ｏ－メトキシフェニル）－４，５－ジフェニル
イミダゾール二量体、２，４－ジ（ｐ－メトキシフェニル）－５－フェニルイミダゾール
二量体、２－（２，４－ジメトキシフェニル）－４，５－ジフェニルイミダゾール二量体
等の２，４，５－トリアリールイミダゾール二量体；Ｎ－フェニルグリシン、Ｎ－フェニ
ルグリシン誘導体、９－フェニルアクリジン等のアクリジン誘導体；１，２－オクタンジ
オン，１－［４－（フェニルチオ）－，２－（ｏ－ベンゾイルオキシム）］等のオキシム
エステル化合物；７－ジエチルアミノ－４－メチルクマリン等のクマリン化合物；２，４
－ジエチルチオキサントン等のチオキサントン化合物；２，４，６－トリメチルベンゾイ
ル－ジフェニル－ホスフィンオキサイド等のアシルホスフィンオキサイド化合物が挙げら
れる。これらは単独で又は二種類以上を組み合わせて用いることができる。
【００７１】
　これらの中でも、芳香族ケトンを用いることが好ましく、２－メチル－１－（４－メチ
ルチオフェニル）－２－モルフォリノプロパン－１－オンを用いることがより好ましい。
また、（ｃ）光重合開始剤として芳香族ケトンを用いる場合、増感剤として、チオキサン
トン化合物を含むことが好ましい。これにより、開口形状をより良好にできる。
【００７２】
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　チオキサントン化合物としては、例えば、２－クロロチオキサントン、２－メチルチオ
キサントン、２，４－ジメチルチオキサントン、イソプロピルチオキサントン、２，４－
ジクロロチオキサントン、２，４－ジエチルチオキサントン、２，４－ジイソプロピルチ
オキサントンが挙げられ、中でも２，４－ジエチルチオキサントンを含むことがより好ま
しい。２，４－ジエチルチオキサントンは、ＫＡＹＡＣＵＲＥ－ＤＥＴＸ（日本化薬株式
会社製、製品名）として商業的に入手可能である。
【００７３】
　また、レジスト形状をより良好にする観点から、ホスフィンオキサイド化合物を用いる
ことも好ましい。そのような化合物としては、例えば、２，４，６－トリメチルベンゾイ
ル－ジフェニル－フォスフィンオキサイド、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）
－フェニルホスフィンオキサイド、ビス（２，６－ジメトキシベンゾイル）－２，４，４
－トリメチル－ペンチルホスフィンオキサイドが挙げられる。それぞれ、ＤＡＲＯＣＵＲ
Ｅ－ＴＰＯ、ＩＲＧＡＣＵＲＥ－８１９（いずれもチバ・ジャパン株式会社製、商品名）
として商業的に入手可能である。
【００７４】
　また、（ｃ）光重合開始剤として、ホスフィンオキサイド化合物を用いる場合、感度向
上を目的にオキシムエステルを有する化合物をさらに含有することが好ましい。上記オキ
シムエステルを有する化合物としては、例えば、（２－（アセチルオキシイミノメチル）
チオキサンテン－９－オン）、（１，２－オクタンジオン，１－［４－（フェニルチオ）
－，２－（ｏ－ベンゾイルオキシム）］、エタノン，１－［９－エチル－６－（２－メチ
ルベンゾイル）－９Ｈ－カルバゾール－３－イル］－，１－（ｏ－アセチルオキシム））
が挙げられる。市販品としては、ＩＲＧＡＣＵＲＥ－ＯＸＥ０１、ＩＲＧＡＣＵＲＥ－Ｏ
ＸＥ０２（いずれもチバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）が挙げられる。
【００７５】
＜（ｄ）成分：塩素含有量が５００ｐｐｍ以下であるエポキシ樹脂＞
　本発明で用いる（ｄ）成分の塩素含有量が５００ｐｐｍ以下であるエポキシ樹脂として
は、上記の塩素含有量を満たす高純度なエポキシ樹脂を用いる。一般的にエポキシ樹脂は
、エピクロルヒドリンを反応させて得られるが、その反応の際に不純物として発生する塩
素や加水分解性塩素を分子蒸留などにより除去する処理が行われ、その含有量が少ないも
のである。
【００７６】
　塩素含有量を少なくするには、（１）１，２－プロピレンクロルヒドリン、（２）副反
応である１，３－プロピレンクロルヒドリン、（３）（１）がエポキシ化される前にエピ
クロルヒドリンと反応したクロロメチル化等のような未反応物を、水酸化アルカリなどに
より脱塩化水素化しエポキシ基とする方法として、トルエン、メチルイソブチルケトンな
どの溶剤に溶解し、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどのアルカリ金属水酸化物の水
溶液を加えて反応を行い、閉環を確実なものにすることも出来る。この場合アルカリ金属
水酸化物の使用量はエポキシ化に使用したフェノール性樹脂の水酸基１モルに対して通常
０．０１～０．３モル、好ましくは０．０５～０．２モルである。反応温度は通常５０～
１２０℃、反応時間は通常０．５～２時間である。反応終了後、生成した塩を濾過、水洗
などにより除去し、更に加熱減圧下溶剤を留去する。また、エポキシ樹脂を分子蒸留して
得ることができる。
【００７７】
　上記エポキシ樹脂の市販品としては、例えば、分子蒸留し高純度化している、ＹＤ－８
１２５、ＹＤＦ－８１７０Ｃ、ＺＸ－１０５９やＹＤ－８２５ＧＳ、ＹＤＦ－８７０ＧＳ
、ＺＸ－１６５８、ＺＸ－１６２７（製品名、東都化成株式会社製）、ＹＸ－８０００、
ＹＸ－８０３４（製品名、ジャパンエポキシレジン株式会社製）、Ｎ－６５５ＥＸＰ－Ｓ
、Ｎ－６６５ＥＸＰ、Ｎ－６７０ＥＸＰ－Ｓ、Ｎ－６７２ＥＸＰ、Ｎ－６８５ＥＸＰ－Ｓ
、（製品名、ＤＩＣ株式会社製）、Ｒ１４０Ｐ、Ｒ１４０Ｓ、Ｒ１４０Ｑ（製品名、三井
化学株式会社製）、ＥＤ－５０９Ｓ、ＥＤ－５１８Ｓ（株式会社ＡＤＥＫＡ製）、ＮＣ－
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３０００Ｈ（製品名、日本化薬株式会社製）が挙げられる。
【００７８】
　本発明に用いられるエポキシ樹脂としては、高純度であれば良く、上記に限られるもの
ではない。また、上記エポキシ樹脂であって、室温（２５℃）で固体であり、軟化点が３
０℃～１００℃、さらに望ましくは軟化点が５０℃～１００℃であるエポキシ樹脂を用い
ることが望ましい。さらに、各種信頼性の観点からビスフェノールＦ型エポキシ樹脂を用
いることが好ましい。
【００７９】
　感光性樹脂組成物中の各成分の含有量は、成分（ａ）と（ｂ）の合計１００重量部に対
して、成分（ａ）が３０～８０重量部、成分（ｂ）２０～７０重量部となることが好まし
い。更には成分（ａ）が４０～７５重量部、成分（ｂ）２５～６０重量部を配合してある
ことがより好ましい。また、成分（ｃ）は０．１～３０重量部、好ましくは、０．１～２
０重量部、更に好ましくは０．１～１０重量部を配合してあることが好ましい。成分（ｄ
）は３～５０重量部であることが好ましく、更に５～４０重量部であることが好ましい。
多すぎた場合は、残存エポキシ成分によりＨＡＳＴ耐性が劣化する可能性があり、少なす
ぎた場合は、充分な硬化膜特性を得られない可能性がある。
【００８０】
　なお、本発明で用いる感光性樹脂組成物は、上記した（ａ）～（ｄ）成分に加えて所望
の特性に応じて、その他の成分を更に含んでもよい。
【００８１】
　その他の成分としては（ｅ）成分のエポキシ樹脂の硬化促進剤（ｅ）があるが、特に制
限はなく、例えば、ジシアンジアミド、ベンジルジメチルアミン、４－（ジメチルアミノ
）－Ｎ，Ｎ－ジメチルベンジルアミン、４－メトキシ－Ｎ，Ｎ－ジメチルベンジルアミン
、４－メチル－Ｎ，Ｎ－ジメチルベンジルアミンなどのアミン化合物；トリエチルベンジ
ルアンモニウムクロリドなどの４級アンモニウム塩化合物；ジメチルアミンなどのブロッ
クイソシアネート化合物；イミダゾール、２－メチルイミダゾール、２－エチルイミダゾ
ール、２－エチル－４－メチルイミダゾール、２－フェニルイミダゾール、４－フェニル
イミダゾール、１－シアノエチル－２－フェニルイミダゾール、１－（２－シアノエチル
）－２－エチル－４－メチルイミダゾールなどのイミダゾール誘導体二環式アミジン化合
物及びその塩；トリフェニルホスフィンなどのリン化合物；メラミン、グアナミン、アセ
トグアナミン、ベンゾグアナミンなどのグアナミン化合物；２，４－ジアミノ－６－メタ
クリロイルオキシエチル－ｓ－トリアジン、２－ビニル－２，４－ジアミノ－ｓ－トリア
ジン、２－ビニル－４，６－ジアミノ－ｓ－トリアジン・イソシアヌル酸付加物、２，４
－ジアミノ－６－メタクリロイルオキシエチル－ｓ－トリアジン・イソシアヌル酸付加物
などのｓ－トリアジン誘導体、三フッ化ホウ素－アミンコンプレックス、有機ヒドラジド
類、無水フタル酸、無水トリメリット酸、エチレングリコールビス（アンヒドロトリメリ
テート）、グリセロールトリス（アンヒドロトリメリテート）、ベンゾフェノンテトラカ
ルボン酸無水物などの芳香族酸無水物、無水マレイン酸、テトラヒドロ無水フタル酸など
の脂肪族酸無水物類、ポリビニルフェノール、ポリビニルフェノール臭素化物、フェノー
ルノボラック、アルキルフェノールノボラックなどのポリフェノール類などを用いること
ができる。
【００８２】
　これらの中でも、ジシアンジアミド、イミダゾール、２－メチルイミダゾール、２－エ
チルイミダゾール、２－ビニル－４，６－ジアミノ－ｓ－トリアジン・イソシアヌル酸付
加物などが好ましい。これらは１種単独で使用してもよく、２種以上を併用してもよい。
使用量としては、（ａ）成分と（ｂ）成分の総量１００質量部に対して０．１～１０質量
％で使用されるのが好ましい。
【００８３】
　本発明の感光性樹脂組成物は特に銅等の金属との密着が必要とされる場合、密着性向上
剤として、メラミン、ジシアンジアミド、トリアジン化合物及びその誘導体、イミダゾー
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ル系、チアゾール系、トリアゾール系、シランカップリング剤等の添加剤類を用いること
ができる。例えば、メラミン、アセトグアナミン、ベンゾグアナミン、メラミン－フェノ
ール－ホルマリン樹脂、ジシアンジアミド、四国化成工業株式会社製；２ＭＺ－ＡＺＩＮ
Ｅ（２，４－ジアミノ－６－［２´－メチルイミダゾリル－（１´）］－エチル－ｓ－ト
リアジン）、２Ｅ４ＭＺ－ＡＺＩＮＥ（２，４－ジアミノ－６－［２´－エチル－４´－
メチルイミダゾリル－（１´）］－エチル－ｓ－トリアジン）、Ｃ１１Ｚ－ＡＺＩＮＥ（
２，４－ジアミノ－６－［２´－ウンデシルイミダゾリル－（１´）］－エチル－ｓ－ト
リアジン）、２ＭＡ－ＯＫ（２，４－ジアミノ－６－［２´－メチルイミダゾリル－（１
´）］－エチル－ｓ－トリアジンイソシアヌル酸付加物）が挙げられる。あるいはエチル
ジアミノ－ｓ－トリアジン、２，４－ジアミノ－ｓ－トリアジン、２，４－ジアミノ－６
－キシリル－ｓ－トリアジン等のトリアジン誘導体類が挙げられる。これらの化合物は銅
回路との密着性を上げ耐ＰＣＴ性を向上させ、ＨＡＳＴ耐性にも効果がある。これらは（
ａ）成分と（ｂ）成分の総量１００質量部に対して、０．１～１０質量％で使用されるの
が好ましい。
【００８４】
　これらの中でも、メラミン又はジシアンジアミドを含むことが好ましく、メラミン又は
ジシアンジアミドの双方を含むことがより好ましい。
【００８５】
　また、本発明では、密着性、硬度等の特性を向上する目的で必要に応じて無機フィラー
を用いることが好ましい。無機フィラーとしては、例えば、硫酸バリウム、チタン酸バリ
ウム、粉状酸化珪素、無定形シリカ、タルク、クレー、焼成カオリン、炭酸マグネシウム
、炭酸カルシウム、酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム、雲母粉等の無機充填剤が使
用できる。その使用量は、好ましくは感光性樹脂組成物の固形分に対して、０～７０質量
％である。
【００８６】
　また、本発明では、必要に応じて希釈溶剤を用いることが望ましい。希釈剤としては、
例えば、メタノール、エタノール、ｎ－プロパノール、ｉ－プロパノール、ｎ－ブタノー
ル、ｎ－ペンタノール、ヘキサノール等の脂肪族アルコール類；ベンジルアルコール、シ
クロヘキサン等の炭化水素類；ジアセトンアルコール、３－メトキシ－１－ブタノール、
アセトン、メチルエチルケトン、メチルプロピルケトン、ジエチルケトン、メチルイソブ
チルケトン、メチルペンチルケトン、メチルヘキシルケトン、エチルブチルケトン、ジブ
チルケトン等の脂肪族ケトン類；エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチ
レングリコール、テトラエチレングリコール、プロピレングリコール、エチレングリコー
ルモノアセテート、エチレングリコールジアセテート、プロピレングリコールモノアセテ
ート、プロピレングリコールジアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテル、
メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、フェニルセロソルブ、エチレ
ングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコ
ールジブチルエーテル、メチルセロソルブアセテート、エチルセロソルブアセテート等の
エチレングリコールアルキルエーテル類及びそのアセテート、ジエチレングリコールモノ
アルキルエーテル類及びそのアセテート、ジエチレングリコールジアルキルエーテル類、
トリエチレングリコールアルキルエーテル類、プロピレングリコールアルキルエーテル類
及びそのアセテート、ジプロピレングリコールアルキルエーテル類、また、トルエン、石
油エーテル、石油ナフサ、水添石油ナフサ若しくはソルベントナフサ等の石油系溶剤、ギ
酸エチル、ギ酸プロピル、ギ酸ブチル、ギ酸アミル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロ
ピル、酢酸ブチル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、酪酸メチル、酪酸エチル
等のカルボン酸エステル類、アミン、アミド類の例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン等や、ジメチルスルホキ
シド、ジオキサン、テトラヒドロフラン、シクロヘキサノン、γ－ブチロラクトン、３－
ヒドロキシ－２－ブタノン、４－ヒドロキシ－２－ペンタノン、６－ヒドロキシ－２－ヘ
キサノン等の溶剤を単独、或いは２種類以上を組み合わせて用いることができる。
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【００８７】
　また、必要に応じてフタロシアニンブルー、フタロシアニングリーン、アイオジングリ
ーン、ジスアゾイエロー、マラカイトグリーン、クリスタルバイオレット、酸化チタン、
カーボンブラック、ナフタレンブラック、アゾ系の有機顔料などの着色剤、染料等を用い
ることができる。更にハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチルエーテル、ｔｅｒｔ－
ブチルカテコール、ピロガロール、フェノチアジン等の重合禁止剤、ベントン、モンモリ
ロナイト、エアロジル、アミドワックス等のチキソ性付与剤、シリコーン系、フッ素系、
高分子系等の消泡剤、レベリング剤を用いることができる。
【００８８】
　本発明に用いる希釈剤の含有量は、支持体に塗布し感光性フィルムとして使用する場合
には、塗布前のワニス状態では、全質量中の２０～７０％含有させることが好ましい。そ
の後、フィルムとした後はフィルム作製時の乾燥工程において揮発させるため、２質量％
以下の溶剤含有量となるようにすることが好ましい。
【００８９】
　次に、感光性フィルムについて説明する。
　本発明の感光性樹脂組成物を用いて得られる感光性フィルムは、支持体と、該支持体上
に形成された本発明の感光性樹脂組成物からなる感光性樹脂組成物層とを備えるものであ
る。感光性樹脂組成物層上には、該感光性樹脂組成物層を被覆する保護フィルムを更に備
えていてもよい。
【００９０】
　感光性樹脂組成物層は、本発明の感光性樹脂組成物を上記溶剤又は混合溶剤に溶解して
固形分３０～８０質量％程度の溶液とした後に、かかる溶液を支持体上に塗布して形成す
ることが好ましい。感光性樹脂組成物層の厚みは、用途により異なるが、加熱及び／又は
熱風吹き付けにより溶剤を除去した乾燥後の厚みで、５～２００μｍであることが好まし
く、１５～６０μｍであることがより好ましい。この厚みが５μｍ未満では工業的に塗工
困難な傾向があり、２００μｍを超えると本発明により奏される上述の効果が小さくなり
やすく、特に、物理特性及び解像度が低下する傾向がある。
【００９１】
　感光性フィルムが備える支持体としては、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリ
プロピレン、ポリエチレン、ポリエステル等の耐熱性及び耐溶剤性を有する重合体フィル
ムなどが挙げられる。
【００９２】
　支持体の厚みは、５～１００μｍであることが好ましく、１０～３０μｍであることが
より好ましい。この厚みが５μｍ未満では現像前に支持体を剥離する際に当該支持体が破
れやすくなる傾向があり、また、１００μｍを超えると解像度及び可撓性が低下する傾向
がある。
【００９３】
　上述したような支持体と感光性樹脂組成物層との２層からなる感光性フィルム又は支持
体と感光性樹脂組成物層と保護フィルムとの３層からなる感光性フィルムは、例えば、そ
のまま貯蔵してもよく、又は保護フィルムを介在させた上で巻芯にロール状に巻き取って
保管することができる。
【００９４】
　本発明の感光性樹脂組成物又は感光性フィルムを用いたレジストパターンの形成方法は
、初めに、公知のスクリーン印刷、ロールコータにより塗布する工程、又はラミネート等
により貼り付ける工程により、レジストを形成する基板上に感光性樹脂組成物を積層する
。次いで、必要に応じて上述した感光性フィルムから支持体を除去し（一般的には除去せ
ず支持体を設けた状態で、そして、現像工程前に剥離する）、活性光線を、マスクパター
ンを通して、感光性樹脂組成物層の所定部分に照射して、照射部の感光性樹脂組成物層を
光硬化させる露光工程を行う。照射部以外の感光性樹脂組成物層は、次の現像工程により
除去される。なお、レジストを形成する基板とは、プリント配線板、半導体パッケージ用
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基板、フレキシブル配線板を指す。
【００９５】
　活性光線の光源としては、公知の光源、例えば、カーボンアーク灯、水銀蒸気アーク灯
、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、キセノンランプ等の紫外線を有効に放射するものが用いら
れる。また、写真用フラッド電球、太陽ランプ等の可視光を有効に放射するものも用いら
れる。　更に直接描画方式のダイレクトレーザ露光を用いても良い。其々のレーザ光源、
露光方式に対応する成分（ｃ）を用いることにより優れたパターンを形成することが可能
となる。
【００９６】
　現像工程では、現像液として、例えば、２０～５０℃の炭酸ナトリウムの希薄溶液（０
．１～１０質量％水溶液、好ましくは、１～５質量％水溶液）等のアルカリ現像液が用い
られ、スプレー、揺動浸漬、ブラッシング、スクラッピング等の公知の方法により現像す
る。
【００９７】
　アルカリ現像液としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸ナトリ
ウム、アンモニア、エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、トリエタノール
アミン、水酸化テトラメチルアンモニウム（ＴＭＡＨ）等のアルカリ水溶液が好適に用い
られる。これらの水溶液の塩基濃度は、０．１～１０質量％とすることが好ましい。さら
に、上記現像液にアルコール類や界面活性剤を添加して使用することもできる。これらは
それぞれ、現像液１００質量部に対して、好ましくは０．０１～１０質量部、より好まし
くは０．１～５質量部の範囲で配合することができる。
【００９８】
　上記現像工程で、活性光線の照射により硬化させた感光層の所定部分を残し、前記所定
部分以外の前記感光層を除去した感光層を、２価の金属イオンを含有する水溶液で処理す
る。前記２価の金属イオンは、Ｃａ２＋、Ｍｇ２＋、Ｓｒ２＋、Ｂａ２＋、Ｃｄ２＋、Ｎ
ｉ２＋、Ｚｎ２＋、Ｃｕ２＋、Ｈｇ２＋、Ｆｅ２＋、Ｃｏ２＋、Ｓｎ２＋、Ｐｂ２＋、Ｍ
ｎ２＋等が挙げられ、Ｃａ２＋、Ｍｇ２＋、Ｓｒ２＋、Ｂａ２＋から選ばれた少なくとも
一種の金属イオンであると好ましい。永久マスクレジスト表面の耐湿絶縁性が向上し、材
料入手がしやすいことからＣａ２＋、Ｍｇ２＋、であることが好ましい。前記２価の金属
イオンは、２価の金属イオンを含む硫酸塩、硝酸塩、塩化物塩、酢酸塩、炭酸塩、蓚酸塩
、リン酸塩、水酸化物等の化合物を水に溶解、分散させて用いることが好ましい。塩基性
が強いと感光層が溶解したり、剥離してしまうので弱塩基性が好ましく、硫酸塩、硝酸塩
、塩化物塩、酢酸塩、炭酸塩、蓚酸塩、リン酸塩などであり、中でも溶解性の観点から硝
酸塩、酢酸塩が好ましい。
【００９９】
　２価の金属イオンを含有する水溶液中の、金属イオン濃度として、１～２０００ｐｐｍ
が好ましく、５０～５００ｐｐｍであることがより好ましく、５０～５００ｐｐｍである
ことがさらに好ましく、５０～３５０ｐｐｍであることが特に好ましい。
【０１００】
　現像工程の際、現像液に含まれる１価のナトリウムイオンやカリウムイオンがソルダー
レジスト表層に取り込まれてしまい、取り込まれた１価の陽イオンは、カルボン酸と１：
１のイオン結合をしているものと考えられる。上記１価の陽イオンを２価の金属イオンに
置換させることで、２価の金属イオンは、カルボン酸と１：２のイオン結合をすることが
可能となる。すると見かけ上ソルダーレジスト表面の架橋が向上し、ＨＡＳＴ耐性が向上
するものと考えられる。上述のように現像後、２価の金属イオンを含む水溶液により処理
することでＨＡＳＴ耐性を向上できる。
【０１０１】
　２価の金属イオンを含む水溶液による処理は、現像しパターンが形成された感光性樹脂
組成物層と２価の金属イオンを含む水溶液とを接触させるものであり、水溶液をスプレー
したり、水溶液中に浸漬したりすることで、２価の金属イオンとパターンが形成された感
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光性樹脂組成物層を接触させることである。感光性樹脂組成物層表面に吸着された金属イ
オンは、ある程度内部に拡散され、上記のように組成物中のカルボン酸に捕捉されると思
われる。処理温度や時間は、２０～６０℃、５秒～１日と、接触温度、水溶液濃度と接触
時間を調整することで、取り込める金属イオンの濃度を調整でき、処理温度が高く、水溶
液濃度が高く、接触時間が長いほど取り込まれる金属イオン濃度が高くなる。
【０１０２】
　取り込まれた金属イオンは、例えば、基板上の永久マスクレジストを１ｇ削り取り、１
８ＭΩ以上の電気伝導度の純水３０ｃｃと一緒に、テトラフルオロエチレン容器中に入れ
、１００～１２０℃で４～８時間熱処理して、イオン成分を熱抽出させ、その後、抽出処
理した試料を常温（２５℃）に戻し、イオンクロマトグラフィー（ＤＩＯＮＥＸ社製、型
式　ＤＸＩｏｎ　Ｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈ等）、原子吸光光度計（株式会社日立製作
所製、型式　Ｚ５０１０等）などを用いることで永久マスクレジスト中の金属陽イオン成
分及び濃度を定量することができる。また、処理後の水溶液に含有される金属陽イオンの
濃度をイオンクロマトグラフィーにより定量することにより、処理により置換された金属
陽イオンの量を算出することができる。
【０１０３】
　上記現像工程、２価の金属イオンを含有する水溶液による処理後、はんだ耐熱性、耐薬
品性等を向上させる目的で、高圧水銀ランプ等による紫外線照射や加熱を行うことが好ま
しい。紫外線を照射させる場合は必要に応じてその照射量を調整することができ、例えば
、０．２～１０Ｊ／ｃｍ２程度の照射量で照射を行うこともできる。また、レジストパタ
ーンを加熱する場合は、１００～１７０℃程度の範囲で１５～９０分程行うことが好まし
い。さらに紫外線照射と加熱とを同時に行うこともでき、いずれか一方を実施した後、他
方を実施することもできる。紫外線の照射と加熱とを同時に行う場合、はんだ耐熱性、耐
薬品性等を効果的に付与する観点から、６０～１５０℃に加熱することがより好ましい。
【０１０４】
　現像工程を終え、水洗し、上記の紫外線照射や加熱を行った後に、２価の金属イオンを
含有する水溶液による処理を行うこともできる。また、２価の金属イオンを含有する水溶
液による処理を現像工程終了後と、紫外線照射や加熱を行った後に再度処理することもで
きる。また、必要により、処理後に感光性樹脂組成物層表面に付着した余分の金属イオン
を除去するため水洗や分解を行うことができる。
【０１０５】
　この感光性樹脂組成物層は、基板にはんだ付けを施した後の配線の保護膜を兼ね、良好
なラミネート温度安定性、優れた解像性、優れた平坦性、耐クラック性、ＨＡＳＴ耐性、
金めっき性を有するので、プリント配線板用、半導体パッケージ基板用、フレキシブル配
線板用のソルダーレジストとして有効である。
【０１０６】
　このようにしてレジストパターンを備えられた基板は、その後、半導体素子などの実装
（例えば、ワイヤーボンディング、はんだ接続）がなされ、そして、パソコン等の電子機
器へ装着される。
【実施例】
【０１０７】
　以下、実施例により本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定
されるものではない。
【０１０８】
（感光性樹脂組成物溶液の作製）
　まず、表１に示した各成分を同表に示す配合量（質量部）で混合することにより、感光
性樹脂組成物溶液を得た。表１に示した各成分は、下記のものを使用した。
【０１０９】
＜（ａ）成分（エチレン性不飽和基とカルボキシル基を有する樹脂）＞
「ＵＸＥ－３０２４（重量平均分子量；１００００）」：ウレタン変性エポキシアクリレ
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ート（日本化薬株式会社製）。
「ＵＥ－ＥＸＰ－２８１０ＰＭ（重量平均分子量；１００００）」：酸変性クレゾールノ
ボラック型エポキシアクリレート（ＤＩＣ株式会社製）。
【０１１０】
＜（ｂ）成分（エチレン性不飽和基を有する光重合性モノマー）＞
「ＦＡ－３２１Ｍ」：２，２－ビス（４－（メタクリロキシペンタエトキシ）フェニル）
プロパン（日立化成工業株式会社製）。
「ＮＫエスペルＤＣＰ」：トリシクロデカンジメタノールジメタクリレート（新中村化学
工業株式会社製）。
「ＵＸ－５００２Ｄ－Ｍ２０」：トリシクロデカン構造含有ウレタンアクリレート（日本
化薬株式会社製）。
【０１１１】
＜（ｃ）成分（光重合開始剤）＞
「ＤＡＲＯＣＵＲＥ－ＴＰＯ」：ビス（２，４，６－トリメチルベンゾイル）－フェニル
ホスフィンオキサイド（チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）。
「ＩＲＧＡＣＵＲＥ－ＯＸＥ０２」：エタノン，１－［９－エチル－６－（２－メチルベ
ンゾイル）－９Ｈ－カルバゾール－３－イル］－，１－（Ｏ－アセチルオキシム）（チバ
・スペシャルティ・ケミカルズ社製）。
「ＩＲＧＡＣＵＲＥ－９０７」：２－メチル－１－（４－メチルチオフェニル］－２－モ
ルフォリノプロパン－１－オン（チバ・スペシャルティ・ケミカルズ社製）。
「ＫＡＴＡＣＵＲＥ－ＤＥＴＸ－Ｓ」：２，４－ジエチルチオキサントン（日本化薬株式
会社製、製品名）。
【０１１２】
＜（ｄ）成分（エポキシ樹脂）＞
「ＮＣ－３０００Ｈ」：分子蒸留品、ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（全塩素量４５０
ｐｐｍ、日本化薬株式会社製、商品名）。
「ＹＤ８２５ＧＳ」：分子蒸留品、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（全塩素量２００ｐ
ｐｍ、東都化成株式会社製、商品名）。
「ＹＸ４０００Ｈ」：ビフェニル型エポキシ樹脂（全塩素量１１８０ｐｐｍ、ジャパンエ
ポキシレジン株式会社製、商品名）。
「エピコート８２５」：ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（標準品、全塩素量１８８０ｐ
ｐｍ、ジャパンエポキシレジン株式会社製、商品名）。
【０１１３】
＜その他成分＞
「微粉メラミン」：メラミン（日産化学工業株式会社製、商品名）。
「ジシアンジアミド」：「エピキュアＤＩＣＹ７」（ジャパンエポキシレジン社製、商品
名）。
「エスペル１１０８」：ポリエステル系エラストマ（日立化成工業株式会社製、商品名）
。
「フタロシアニンブルー」：（東洋インキ株式会社製、商品名）。
「バリエースＢ－３０」：硫酸バリウム「バリエースＢ－３０」（堺化学工業株式会社製
、商品名）を使用し、以下の方法で調製した硫酸バリウム分散液。
【０１１４】
　（ｂ）成分２０質量部（固形分）、上記硫酸バリウム２５質量部、及びメチルエチルケ
トン４０質量部を、スターミルＬＭＺ（アシザワファインテック株式会社製）で、直径１
．０ｍｍのジルコニアビーズを用い、周速１２ｍ／ｓにて３時間分散して、硫酸バリウム
分散液を得た。硫酸バリウムは上記で調製した分散液を配合することで、感光性樹脂組成
物に含有させた。
【０１１５】
　実施例及び比較例の感光性樹脂組成物溶液には、希釈剤としてメチルエチルケトン、及
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びＮ，Ｎ－ジメチルホルムアミドの質量比＝１：１の混合溶液を、樹脂組成物溶液の固形
分が６０質量％となるように加えた。
【０１１６】
　＜水溶液の調整＞
【０１１７】
　２価の金属イオンとしてＣａ２＋を選択した。供給源として酢酸カルシウム（分子量＝
１５８．１４（無水物）、カルシウムを２５．３４質量％含有）を用い、イオン交換水１
リットル中に、酢酸カルシウム（（ＣＨ３ＣＯＯ）２Ｃａ）１．１８４ｇを溶解し、カル
シウムイオンを３００ｐｐｍ含有する水溶液を調製した。
【０１１８】
　併せて、カルシウムイオンを全く含まないイオン交換水を用意した。
［１．１８４×０．２５３４／１０００＝０．０００３（３００ｐｐｍ）］
【０１１９】
【表１】

【０１２０】
（感光性フィルムの作製）
　次いで、上記で得られた感光性樹脂組成物溶液を、支持体である１６μｍ厚のポリエチ
レンテレフタレートフィルム（Ｇ２－１６、帝人株式会社製、商品名）上に均一に塗布す
ることにより感光性樹脂組成物層を形成し、それを、熱風対流式乾燥機を用いて１００℃
で約１０分間乾燥した。感光性樹脂組成物層の乾燥後の膜厚は、２５μｍであった。
【０１２１】
　続いて、感光性樹脂組成物層の支持体と接している側とは反対側の表面上に、ポリエチ
レンフィルム（ＮＦ－１５、タマポリ株式会社製、商品名）を保護フィルムとして貼り合
わせ、感光性フィルム（感光性エレメント）を得た。
【０１２２】
（感光性フィルムの特性評価）
　実施例１～５及び比較例１～４の感光性フィルムをそれぞれ用いて以下の各試験を行い
、各感光性エレメントを用いた場合の、解像性、開口形状、金めっき耐性、はんだ耐熱性
、ＨＡＳＴ耐性について評価した。得られた結果を表２に示した。
【０１２３】
（解像性の評価）
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　１２μｍ厚の銅箔をガラスエポキシ基材に積層したプリント配線板用基板（ＭＣＬ　Ｅ
－６７９、日立化成工業株式会社製、商品名）の銅表面を砥粒ブラシで研磨し、水洗後、
乾燥した。このプリント配線板用基板上に、前記感光性フィルムのポリエチレンフィルム
を剥離して、真空加圧式ラミネータ（平坦プレス付２ステージ方式、ＭＶＬＰ－５００、
株式会社名機製作所製、商品名）を用いて、圧着圧力０．４ＭＰａ、プレス熱板温度８０
℃、真空引き時間２０秒、ラミネートプレス時間３０秒、気圧４ｋＰａ以下の条件でラミ
ネートを行い、評価用積層体を得た。
【０１２４】
　評価用積層体上に、ネガとして直径３０～１００μｍの範囲で１０μｍ刻みのビア径パ
ターンを有するフォトツールを密着させ、株式会社オーク製作所製ＥＸＭ－１２０１型露
光機を使用して、４１段ステップタブレットの現像後の残存ステップ段数が１６．０とな
るエネルギー量で露光を行った。次いで、常温（２５℃）で１時間静置した後、該積層体
上のポリエチレンテレフタレートを剥離し、３０℃の１質量％炭酸ナトリウム水溶液で、
６０秒間スプレー現像を行った後、水洗工程（イオン交換水或いはＣａイオン水溶液、１
２０秒間のスプレー水洗）を行い、レジストパターンを形成した。
【０１２５】
　形成されたレジストパターンを実体顕微鏡で観察し、最小開口ビア径を測定し、解像性
とした。解像性は、その値が小さいほど良好である。評価結果を表２に示した。
【０１２６】
（開口形状の評価）
　解像性の評価を行った基板を使用し、形成されたレジストパターンの断面形状の観察を
行い、以下の基準により評価した。評価結果を表２に示した。
「Ａ」：開口の底部にソルダーレジストの裾、或いは浮きが観察できないもの。
「Ｂ」：開口の底部に裾が観察できるもの。
「Ｃ」：開口の底部にソルダーレジストの浮きが観察できるもの。
【０１２７】
（無電解Ｎｉ／Ａｕめっき耐性の評価）
　上記の解像性評価に用いた評価用積層体と同様にして、めっき耐性の評価基板を作製し
た。ただし、ネガとして直径２００μｍのビアパターンを有するフォトツールを用い、得
られたレジストパターンに、株式会社オーク製作所製紫外線照射装置を使用して１Ｊ／ｃ
ｍ２のエネルギー量で紫外線照射を行い、更に１６０℃で、６０分間加熱処理を行うこと
以外は同様にして、直径２００μｍのビア開口部を有するソルダーレジストを形成した評
価用積層体基板を得た。この際の加熱により、表面に付着している酢酸カルシウムは、分
解しアセトンと炭酸カルシウムになる。
【０１２８】
　上記で得られた評価用積層体基板に対し、無電解ニッケルめっき（上村工業株式会社製
、商品名ニムデンＮＰＲ－４）を施し（１５分間処理）、更に無電解金めっき（上村工業
株式会社製、商品名オーリカルＴＫＫ－５１１）を施した（１５分間処理）。
【０１２９】
　このようにしてめっきが施された評価用基板に対し、ソルダーレジスト底部へのめっき
液の染み込み、並びに、基板からのソルダーレジストの浮き及び剥離を１００倍の金属顕
微鏡により観察し、以下の判定基準により、無電解Ｎｉ／Ａｕめっき耐性を評価した。評
価結果を表２に示した。
「Ａ」：ソルダーレジスト底部への染み込みが認められないもの。
「Ｂ」：ソルダーレジスト底部への染み込みが１～１０μｍまでのもの。
「Ｃ」：上記以外のもの。
【０１３０】
（はんだ耐熱性の評価）
　上記の解像性評価に用いた評価用積層体と同様にして、はんだ耐熱性の評価基板を作製
した。ただし、ネガとして２ｍｍ角の格子パターンを有するフォトツールを用い、得られ
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たレジストパターンに、株式会社オーク製作所製紫外線照射装置を使用して１Ｊ／ｃｍ２

のエネルギー量で紫外線照射を行い、更に１６０℃で、６０分間加熱処理を行うこと以外
は同様にして、２ｍｍ角の格子パターンを有するソルダーレジストを形成した評価用積層
体基板を得た。
【０１３１】
　次いで上記で得られた評価用積層体基板にロジン系フラックス（ＭＨ－８２０Ｖ、タム
ラ化研株式会社製、商品名）を塗布した後、２６０℃のはんだ浴中に３０秒間浸漬しては
んだ処理を行った。
【０１３２】
　このようにしてレジストで覆われていない銅表面にはんだめっきを施された評価基板上
のソルダーレジストのクラック発生状況並びに基板からのソルダーレジストの浮きの程度
及び剥離の程度を目視により観察し、以下の基準により、ソルダーレジストのはんだ耐熱
性を評価した。評価結果を表２に示した。
「○」：ソルダーレジストのクラック発生が認められず、ソルダーレジストの浮き及び剥
離も認められないもの。
「×」：上記のいずれかが認められるもの。
【０１３３】
［ＨＡＳＴ耐性の評価］
　１２μｍ厚の銅箔をガラスエポキシ基材に積層したプリント配線板用基板（ＭＣＬ　Ｅ
－６７９、日立化成工業株式会社製、商品名）の銅表面を、エッチングによりライン／ス
ペースが５０μｍ／５０μｍのくし型電極を形成した。この基板を評価基板とし、基板上
に上述のようにレジストの硬化物（永久レジスト膜）を形成し、その後、１３０℃、８５
％ＲＨ、５Ｖ条件下に１００時間試験した。その後、マイグレーションの発生の程度を、
１００倍の金属顕微鏡により観察し、以下の基準でＨＡＳＴ耐性の評価を行った。評価結
果を表２に示した。
「○」：永久レジスト膜に大きなマイグレーションが発生しなかったもの。
「×」：大きくマイグレーションが発生したもの
【０１３４】

【表２】

【０１３５】
　実施例１～５の（ｄ）塩素含有量が５００ｐｐｍ以下であるエポキシ樹脂の使用と、２
価の金属イオンを含有する水溶液を用いて処理したレジストパターンの形成方法は、特に
ＨＡＳＴ耐性に優れ、また、解像性、開口形状や金めっき耐性にも優れる。比較例３、４
のように、エポキシ樹脂に含まれる塩素量が多い場合、２価の金属イオンを含有する水洗
水で水洗することにより（比較例４）、イオン交換水で水洗した比較例３の場合より解像
性と開口形状が改善される傾向にある。また、比較例１、２のように、エポキシ樹脂に含
まれる塩素量が少ない場合でも、通常のイオン交換水で水洗すると、ＨＡＳＴ耐性に劣り
、解像性と開口形状も劣るので、実施例のように、低塩素含有のエポキシ樹脂を用い、２
価の金属イオンを含有する水溶液で処理する必要がある。
【０１３６】
　実施例１～５の感光性樹脂組成物では、ＦＡ－３２１Ｍ（トリシクロデカンジメタノー
ルジメタクリレート）とＵＸ－５００２Ｄ－Ｍ２０（トリシクロデカン構造含有ウレタン
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アクリレート）を併用しており、特性的に優れていることがわかる。
【０１３７】
　本発明によれば、感光性ソルダーレジストの解像性、開口形状、Ｎｉ／Ａｕめっき耐性
、はんだ耐熱性、ＨＡＳＴ耐性に優れた、プリント配線板、半導体パッケージ基板、フレ
キシブル配線板に最適なソルダーレジストを形成できる感光性のドライフィルムを提供す
ることができる。
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